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Povrchova uprava

Povrchové upravy

Immersion silver

LR L |l;|<l:‘zlz>lovnat)'l Ihll-?/eﬁr:ni g: emicky rlﬁl\;naty ?«?;Xini(:ké Imerzni Ag *
Ni 3-6 Ni 3-6
vrstva (um) 2-40 0,9-11 2-30 0,1
Au 0,05 Au1
max. rozmér DPS (mm) 265 x 465 265 x 465 265 x 465 265 x 465 265 x 363 265 x 465
RoHS kompatibilni; Pb free + + + - + +
vhodné pro fine pitch - ++ ++ - >>2 ++
rovinnost - ++ ++ - ~ ++
vicendsobné pajeni ++ + ~ ++ >>2 +
bondovani Al - ++ - - >>2 +
bondovani Au - - - - >>2 -
skladovatelnost (v mésicich) 12 12 3 12 12 6
Legenda: ++velmivhodny +vhodny ®~ pridmér - spiSe nevhodny --nevhodny >>2 zalezi nadruhém povrchu

Imerzni stfibro *pouze externé, doba vyroby + 5-7 vyrob. dni

Ag Imerzni stfibro méa nejlepsi vyuziti ve VF aplikacich. Kvili chybéjicimu niklu je idedini
|cul e v o o
pro vysokofrekvencni signaly. Stfibro je lepsi vodi¢ nez Au nebo Cu. Je to snadno
pajitelnd povrchova Uprava, protoZe tloustka stfibra je pouze 0,1 pm, Rovinatost po-
FR4 vrchu desky je diky mensi tloustce lepsi a proto se ImAg hodi pro vyssi konstrukeni
tfidy (tenké spoje mezery). Doba skladovani nesmi prekrocit 6 mésicd.
HAL lead-free . .
- HAL (Hot Air Solder Levelling) pouze DPS 0,8-2,5mm tl.
HAL je proces, pfi kterém je DPS ponofena do roztavené pajky a pfi zpétném pohy-
tra bu ofouknuta vzduchovymi nozi tak, aby byla pajka vyfouknuta z otvoru a z povrchu

HAL SnPb
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nepajivé masky. Pro vétsinu aplikaci metody HAL je pouzivana bezolovnata pajka,
kterd mlze obsahovat rizné slitiny a pfimési jako napfiklad cin-méd, cin-stfibro-
-méd, cin-méd-nikl nebo cin-méd-nikl-germanium. Tloustka a struktura povrchu
zavisi na povrchovém napéti pajky a pohybuje se v rozmezi od 2 pm do 40 pm.
Ponor znamena pro desku vyrazny teplotni Sok spojeny s rozpousténim meédi do
péjky a zaroven muze zpUlsobit krouceni a ohybani samotné DPS.

Chemical gold (ENIG)
Au

Imerzni Ni/Au = ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)

Z chemického hlediska je zlato idedlni prvek pro svrchni kryti DPS. Vzhledem k tomu,
ze zlato netvori oxidy, maji teplota a skladovaci podminky prakticky nulovy vliv na
zivotnost oproti jinym povrchovym Gpravadm. Zlato se pfi pajeni rozpousti do pajky

a samotnd péjka vytvafi spoj s vrstvou niklu.

Chemical tin

Chemicky cin

Chemicky cin tvofi velice tenky ndnos cinu, obvykle 0,9 az 1,1 um, ktery chréni
zékladni méd proti oxidaci a poskytuje vysoce pdjitelny povrch. Pouzivdme kyse-
lou bezproudou cinovaci lazen, kterd zabranuje tvorbé ,whiskerl“ a je ve vertikalni

Sn

Cu Upravé. Vzhledem k extrémni citlivosti imerzniho cinu, je tfeba dbét na jeho zacha-
zeni a skladovaci podminky. Ve vSech krocich zpracovéani je doporuc¢ena manipulace

FR4 vyhradné v rukavicich. Spinéni skladovacich podminek, tj. < 25 °C a < 50 % relativni

vihkosti, zabezpecuje péjitelnost po dobu 6 mésica. Kvalitni a bezproblémové péjeni
je dosazeno brzkym zpracovdnim desek s touto povrchovou Upravou!
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